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PENDAHULUAN

Fungus atau kulat terjadi sekiranya wujud persekitaran (enviroment ) yang
sesuai untuknya membiak (colonized).

Faktor persekitaran yang kondusif bagi pertumbuhan kulat di antaranya
adalah kelembapan yang tinggi, kewujudan nutrien, spora dan juga
oksigen.

Sumber bagi faktor tersebut di dalam bangunan adalah daripada
kemasukan udara luar berlebihan melalui sampul bangunan yang kurang
kedap, pemilihan bahan bangunan yang bersifat hygroscopic, kebocoran
paip dan lain-lain.

Dengan adanya sistem penyaman udara, ia boleh membantu
mengurangkan masalah tersebut secara aktif.
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APAKAH FAKTOR PENYUMBANG KULAT ?
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Kesan apabila beban sebenar

bangunan kurang daripada kapasiti
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BAGAIMANA UNTUK MENANGANI 

KELEMBAPAN BERLEBIHAN?

AHU Cooling Coil 
Retrofitting



PENGENALAN KEPADA IDEA INOVASI

Rekacipta ini adalah untuk mengawal kelembapan bilik dengan menambah

kecekapan proses dehumidifikasi untuk sistem penyaman udara dari jenis

constant air volume air handling unit (AHU) yang menggunakan sistem

chilled water system. Secara khasnya rekacipta ini adalah dengan membuat

penambahbaikan di cooling coil untuk meningkatkan bypass air melalui

coil.



COIL CLOSER DEVICE

COIL CLOSER DEVICE

- Bring down actual RSHF until A’ is at acceptable range

- Since RSH is small, GSHF, RSHF & ESHF will become steeper

- The by-pass air amount shall be increased gradually from original point E and 

stop at point E’



ILLUSTRASI PRODUK



RINGKASAN IDEA INOVASI

Inovasi ini menambahbaik kecekapan penyingkiran kelembapan pada

cooling coil, suatu objek (coil closer device) telah diperkenalkan di cooling

coil yang akan menghadang udara melalui sebahagian coil. Secara

asasnya hadangan ini akan menaikkan suhu offcoil (air bypass) dan

menurunkan suhu apparatus dew point (ADP).



PROSES PERLAKSANAAN:
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IMPAK KEPADA JKR

Inovasi ini dapat mengawal kadar kelembapan di dalam bangunan dengan

memasang coil closer device dan tanpa perlu menukar AHU sedia ada.

Kaedah ini memberi kesan minimum kepada operasi bangunan dan tidak

menggunakan tenaga elektrik untuk beroperasi.
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